
《电子元器件应用技术手册》

图书基本信息

书名：《电子元器件应用技术手册》

13位ISBN编号：9787506657518

10位ISBN编号：7506657511

出版时间：2010-4

出版社：中国标准出版社

作者：韩英歧

页数：309

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

Page 1



《电子元器件应用技术手册》

内容概要

《电子元器件应用技术手册(微电子器件分册)》收集了主要常用电子元器件的有关标准、选用原则、
检验、测试、筛选等应用知识，并收集了部分常用的、有特殊性能的元器件的型号、规格及主要电性
能参数，供读者选用时参考，其目的就是为广大科技人员、电路设计师、可靠性工程师、电子物资人
员及检验人员提供一套比较完整实用的电子元器件应用技术资料。
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